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AM(3Dプリンティング)⽅式⼀覧
積層技術 英名 別名 材料 手段 特長 用途

液槽光重合法

(VPP)
Vat Photo-
Polymerization 光㐀形法, SLA 光硬化性樹脂 LASER, LED 高精度、高精細

大型、
試作

粉末床溶融結合法

(PBF)
Powder Bed 

Fusion

粉末焼結法, SLS, 
SLM, EBM

HSS

PA12, PP粉末、

金属粉

LASER, 電子線

インクジェット/熱
装置が大がかり

高㏿(HSS)
機能試作

製品

材料押出法(MEX) Material 
Extrusion

溶融樹脂積層法, 
FDM法, FFF

ABS, PCなどの熱可塑

性樹脂
熱

簡易, ABS〜スー

パーエンプラ

形状確認

高性能試作

結合剤噴射法(BJT) Binder Jetting インクジェット法, 
Z-Printer法

石膏粉、砂

水系バインダー
インクジェット 高㏿, フルカラー

フィギュア

砂型

材料噴射法(MJT) Material Jetting PolyJet法, 
MJM法など

光硬化性樹脂

ワックスなど
インクジェット

比較的簡易

多彩な表現

形状確認

鋳㐀

シート積層法

(SHL)
Sheet 

Lamination
シート積層法,

LOM法

紙、プラスチックシート, 
金属シート

LASER, 
カッターナイフ

簡易

フルカラー
立体地図

指向エネルギー堆積

(DED)
Directed Energy 

Deposition LENS法, DED法
金属粉末, 
金属ワイヤ

LASER 高㏿ 金属部品

ハイブリッド Hybrid 金属光㐀形法
金属粉末

熱可塑性樹脂ペレット

LASER + 切削

熱 + 切削
高精度・表面性

金属製品,型
大型樹脂製品

ASTMでは7分類、最近はハイブリットを含めて8分類へ略称は3英⽂字表記へ: VPP, PBF, MEX, BJT, MJT, SHL, DED
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AM(3Dプリンティング）で使われる⼿段
 光(紫外線)硬化反応: 

・ 液槽光重合法(VPP=光造形)
と材料噴射法(MJT) 

- 光ラジカル反応
- 光カチオン反応+ 光ラジカル反応

 熱: 
• 粉末床溶融法(PBF)、材料押し出し法(MEX)、
• 指向エネルギー堆積(DED)

 バインダーと熱 (BJT/PBF)
• HSS (High Speed Sintering)

 バインダーによる固定:結合材噴射法(BJT)
 ハイブリッド:

・ PBF,DED （⾦属粉)と切削, 樹脂押出し（MEX）と切削

開始剤

架橋モノマー

オリゴマ

固体(造形物)
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Fabrication table

Model

Plaster

〜0.1mm

Binder Color Ink

VPP MJT



AM(3Dプリンティング)の現状
• 2012年からの3Dプリンティングブームは⼀度落ち着いた後、着実に発展; 年率20%前後で拡⼤

低価格機(所謂3Dプリンター):コロナ禍でも 2021年は80万台出荷、累計500万台前後へ
• 装置の⾼速化・⼤型化・⾼性能化・⾃動化が進⾏

HSS(PBFに分類), Metal BJT, ダイレクトペレットMEXなど急速に発展
• ⾦属の3DPrintingが最終製品作製で拡⼤; 航空機部品などに展開
• ⾼性能造形物、 スーパーエンプラ(PAEK, PPSなど)、セラミック造形、CFRP造形に注⽬
• ⾼精細・⾼精度の液槽光重合法が再び注⽬(⾼耐熱・⾼靱性樹脂で最終製品を⽬指して)
• 直接製造(Mass Customization, DX): 航空機産業に続いて⾃動⾞産業でもAM化が進⾏

• カスタム部品や保守部品の製造を開始
• VPPを中⼼に宝飾は導⼊完了、医療・⻭科への応⽤展開は着実に進⾏
• 2026年には材料市場が5,000億円を予測(IDTechx); 2021年は3,000億円市場(Wohlers Report2022)

• 最終製品製造のデジタル化(DX化)へ; ⼤⼿化学会社がビジネスチャンスと相次いで参⼊
材料の発展で、AMの応⽤がますます拡⼤されると推定
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AMビジネスの世界市場(2021年状況)

市場規模(装置+材料、サービス)
2021年：$15.24B (前年⽐＋19.5%増)
=約1.75兆円

US$M

:製品(Products):サービス

2次製品である型、成形物、鋳造物を含まない

装置+材料=7,163億円
2020年⽐で2021年は17.5%増

・ 2021年には $15.2B市場
・ 2025年には $29.8B市場に
・ 2031年には $85.3B市場へ

市場予測/Wohlers Report 2022

Wohlers 㻾eport 2022 (2022年3月出版)

 Tsuneo HAGIWARA 5

産業⽤: >5,000$: 26,272台(24.9%増)

国別設置台数 2021
１．アメリカ・・ 33.1%
２．中国 10.6%
３．日本・・・ 8.9%
4.  ドイツ 8.3%

- Wohlers Report 2022

台

デスクトップ/個⼈向け:<5,000$

80万台/2021(7.0%増)
$963M



AMビジネスの世界市場(2022年状況・速報 SmarTech)
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https://www.smartechanalysis.com/news/3d‐printing‐market‐data‐q3‐2022‐additive‐manufacturing‐markets‐totaled‐3‐1b‐representing‐20‐growth‐year‐over‐year/

・2022年第3四半期は、
AM 業界全体の収益が
30億ドルを超える。
・積層造形市場は前年
⽐で20%上昇。



AM業界再編成進む

7近畿経済産業局:⿊⽊⽒講演資料をupdate

2022年10⽉1⽇現在

AMビジネス
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AM材料の現状 Wohlers Report 2022
2021年の3D Printer市場: US$15.24B = 1.75兆円 (前年⽐19.5%増)

装置+材料 $6,229M (17.5%増)、産業⽤:26,272台(24.9%増)、Personal 80万台(7.0%増) 
装置など:   $3,417M (13.4%増）

サービス US$9,015M = 1兆40億円 20.9%増
材料のみ US$2,598M = 3,000億円 23.4%増

材料 販売額 推定単価/kg (2021年)     (2020年)    (2019年)       (2018年)
光硬化性樹脂: US$655M  753億円 (25.2%)    30,000円  2,510t     2,263t      2,240 t       1,850 t
粉末床溶融材料: US$902M1,037億円 (34.7%)   10,000円  10,370     6,730       5,900         4,500
⾦属粉末材料: US$473M  544億円 (18.2%)    20,000円  2,720     2,050 1,940         1,400
溶融押出し(MEX)材料 US$517M  595億円 (19.9%)   10,000円  5,950     4,430       4,340         3,350 
その他; ⽯膏粉末など: US$  52M  60億円 (2.0%) 10,000円  600        470          420            350

1㼁㻿$ = 115JPY換算

光硬化性樹脂
25.2%

熱可塑性樹脂粉末
34.7%

⾦属粉末
18.2%

その他
2.0%

熱可塑性樹脂フィラメント
19.9%

2021年 (Wohlers Report 2022)

材料市場の推移

2021年は前年⽐23.4%増

2009年: $200MUSの材料市場
2021年:  $2,598MUSの材料市場
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2020と2021年の⽐較
・ 総額23%増(コロナ禍でも)
・ 熱可塑性樹脂粉末の割合が増加

29.934.7%; 
今後更に拡⼤が予測

2009年: 220億円の材料市場
2021年 3,000億円 (14倍)

Photopolymer

Polymer powder

US$M

光硬化性樹脂と熱可塑性樹脂粉末



AMの用途推移

9

Wohlers Report 2022

AM市場: 20092021 (12年間)
1,200億円 1.75兆円 (約15倍)
材料市場

220億円 3,000億円
13.6倍に拡⼤

最終製品の割合: 15.6%   33.7%
2倍以上に

形状確認モデル
9.8% 機能試作

24.4%

注型等のマスター
/モデル6.8%

⾦属型
3.5%治具

6.7% 最終製品
33.7%

教育・研究
11.6%

その他
3.5%

形状確認
15.2%

最終製品
15.6%

$2.2B

最終製品⽤途の推移

機能試作
18.9%

その他
2.3%

注型等のマスターモデル
13.2%

⾦型関連マター
モデル 9.3%

プレゼンモデル9.3%
型関連
3.7%

嵌合・組み付け
モデル13.1%

Wohlers Report 2010
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光硬化性樹脂を⽤いるAM

10
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大型液槽光重合機

自由液面法VPP
小型液槽光重合機

規制液面法VPP
DLP機(LCD機含)
規制液面法VPP

MJT(InkJet)機
光硬化性樹脂

光源 固体レーザ, 355nm LDレーザ, 405nm 405nmLED, UVランプ UVランプ

装置の

特徴

上方からレーザ照射, 空気に接し
ている

透明窓材下方からレーザ照射, 
空気に接していない

透明窓材下方から光照射, 
空気に接していない

インクジェット

空気に接している

材料の
特徴

エポキシ/アクリレートのハイブ
リッド組成
硬化速度は少し遅いが収縮率が⼩
さく、反りが少ない。耐熱・靱性
を併せ持つ材料開発が難しい。

(ウレタン) (メタ)アクリレート
硬化速度は速く、収縮率が⼤きく、
反りが出やすい。
メタクリレート化合物が利⽤でき
るため⽣体適合性が⾼い。

(ウレタン) (メタ)アクリレート
硬化速度は速く、収縮率が⼤
きく、反りが出やすい。
メタクリレート化合物が利⽤
できるため⽣体適合性が⾼い。

(ウレタン) アクリレート
吐出粘度に制限があるため、
物性に制限、しかし、硬軟
カラー等、表現が豊か

スキーム

光硬化性樹脂を利⽤するAM装置

11

造形テーブ
ル

樹脂トレー
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光硬化性樹脂を利⽤するAM装置の代表的⽤途
大型液槽光重合機

自由液面

小型液槽光重合機

規制液面

DLP機(LCD機も)
規制液面

インクジェット

UVランプ

㐀形サイズ 400〜800mmサイズ 100〜200mmサイズ 100〜400mmサイズ 200〜1,000mmサイズ

特徴的用途 大型試作、機能テスト 宝飾、歯科、小型部品 宝飾、歯科、小型部品 デザイン検証、医療、歯科

代表的
造形物

SOLIZE
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ETEC, CarbonのWebsiteより StratasysのWebsiteより



硬化物性「まずはABS性能そしてスーパーエンプラへ」

80 ABS物性

ABS樹脂
HDT(⾼荷重): 〜80℃
Izod(ノッチ): 〜200J/m
⽔分吸収率: 〜0.3%
VPP⽤樹脂の⽬標
HDT(⾼荷重): >80℃
Izod (ノッチ): >50J/m
⽔分吸収率:  0.3〜0.5%

• なぜAB㻿性能なのか?
 ⼯業製品の多くの筐体に利⽤
 ⽣活環境下での物性にバランス
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AM⽤光硬化性樹脂の今は
• ⾃由液⾯タイプ液槽光重合法(VPP=光造形法)は⼤型で⾼精度・⾼精細で透

明なものが得られ、試作分野での役割は⼤きい。
• ⾼精度を要求される⽇本で⼤きな役割を占めてきた。
• 中国ので⼯業製品の⽣産拡⼤に伴い、試作を中⼼に⾃由液⾯タイプ光造形機がコストから有利であ

り、急激に拡⼤。⽇⽶機に⽐して安価で年間数百台以上販売と推定
• ストラタシスも光造形機ビジネスに参⼊; Origin, RPSの買収, CovestroのAMビジネスを獲得へ
• DesktopMetal社のEnvisionTEC買収し多⾓化
• ⻭科⽤途、宝飾⽤途ではごく当たり前に下⾯照射(規制液⾯⽅式)のVPP機(Laser, DLP)の利⽤

• 顧客は造形物の最終製品への展開を指向
•⻑期利⽤(最終製品)を⽬指した樹脂開発が活発化
•⾼耐熱・⾼靱性樹脂の開発で再びAMの中⼼へ。
 最低でも ABS物性: 壊れにくさ と⾼荷重HDTが80℃以上。しかし⾃由液⾯⽅式の材料では

⽬⽴った動きがない(⽅策が乏しい)。鋳造を意識したアンチモンフリー化などに限定
 既存メーカは下⾯照射(DLP, レーザ機)⽤樹脂の開発を加速

世界の⼤⼿化学メーカ(BASF, Henkel, EVONIK, ARKEMAなど)が次々に参⼊
 現状では最終製品を⽬指しているが、従来の樹脂材料と⽐較して同等レベルには達していない。

しかし、1〜2年以内に最終製品への要求性能(ABS性能)に到達と推定。
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AM⽤光硬化性樹脂材料の開発ターゲット
最終製品製造を⾒据えて; DX, 5G, 6G対応も

1. 耐熱・靱性; Rigid/Tough/High Temperature, ABS性能以上, スーパーエ
ンプラ性能
- 最終製品への展開を模索; DXとしての位置づけが向上

2. 引裂強度の⼤きい弾性樹脂(エラストマー): 
- 30kN/m (合成ゴム指標)、⾼耐久性

3. ESD (Electro-Static Discharge：静電気放電性, 105〜109Ω/sq.)
4. 低誘電性材料; 5G, 6G対応

- 誘電率3.0以下、誘電正接0.0030以下(レゾナック社⽬標値*), 
- 誘電率2.5以下、誘電正接0.0020以下(岩⼿⼤学 ⼤⽯好⾏教授)

* https://www.resonac.com/jp/solution/tech/transmission‐loss.html

3DSystems/F4 Rigid 140C BLK Henkel/IND 380 3M/PTFEHenkel/IND 402

 Tsuneo HAGIWARA



液槽光重合(VPP)機⽤の光硬化性樹脂の動向
最終製品を⽬指して:
下⾯照射(DLP/LCD, レーザ機)機⽤を中⼼に
• Carbon: 連続引き上げ法; 2要素/2段階反応(光反応+熱反応), 最近は他社樹脂の採⽤も
• 3DSystems: Figure4⽤⾼耐熱、⾼靱性樹脂の拡充、⻑期利⽤を視野に
• Formlabs: ⼯業⽤、⻭科、宝飾等へ対応機能性樹脂を拡充; Rebound-resin (⾼反撥ゴム)
• Henkel: 耐熱・靱性; Nexa3D機⽤, Stratasys Origin-One機⽤等、全VPP機向けに積極展開
• DWS: ⾼透明、⾼耐熱・耐衝撃性、⾼性能エラストマー
• ETEC(旧EnvisionTEC); ⾃社製に加えてAdaptive3D, Henkel樹脂で製品ラインを積極展開
• Cubicure: ⾼粘度UA樹脂の⾼温度造形でブレークスルー(⾼耐熱。⾼靱性)を
• BASF, ARKEMA, EVONIK, その他国内メーカなどが強⼒に参⼊

⾃由液⾯機⽤は
• 材料としてのブレークスルーはない(SOMOS, 3DSystems, CMET, JSR)。SOMOS樹脂はSb

フリー化で鋳造⽤など、他は従来の延⻑上に留まる。
• 3DSystemsがDLP機⽤を⾃由液⾯レーザ機⽤に転⽤
• CovestroはDSM社のAM事業(SOMOS事業)を買収したが、Stratasysへ売却、理由は不明
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萩原が注⽬する
液槽光重合機⽤光硬化性樹脂の具体例

17
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Formlabs 注目樹脂の特徴

表⾯抵抗: 105〜108Ω/sq
体積抵抗: 105〜107Ω‐cm
吸⽔率: 0.7%
⽐重: 1.116
Shore D: 90PU Rigid 650

衝撃強度(Notch376J/m)
⽔分吸収率: 0.3% 

PU Rigid 1000
衝撃強度(Notch170J/m) 
⽔分吸収率: 0.2%

80%

170%

18 Tsuneo HAGIWARA



3D㻿ystemsの㻿LA樹脂の例

Pro Black 10 AMX 㻾igid Black

粘度(mPa・s /25℃) 293 300

液比重 1.07 1.07

硬化物比重(硬化収縮率) 1.16 (7.8%) 1.15 (6.96%)

引張り強度 MPa 63 52

引っ張り伸度(%) 12 24

引っ張り弾性率 MPa 2,320 2,100

曲げ強度 MPa 92 88

曲げ弾性率 MPa 2,290 2,300

衝撃強度, ノッチ付き(J/m) 24 23

HD㼀(℃)/1.82MPa 56 52

HD㼀(℃)/0.45MPa 70 64

表面硬度(㻿horeD) 79 80-85

水分吸収率(%) 1.16 1.16

Figure4⽤UA樹脂を⾃由液⾯⽅式SLAに転⽤
PRO Black 10 Accura AMX Rigid Black

(開始剤は異なるが組成はほぼ同じと推定, 粘度300mPa・s)

Pro Black 10 Accura AMX Rigid Black 

SLA 750

19

i‐819 TPO

Figure 4
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3DSystems社の注目Figure 4樹脂

Rigid 140C BLK Tough 65C BLK

粘度(mPa・s /25℃) 900 1,900

液比重 1.16 1.13

硬化物比重 1.19 1.22

硬化収縮率 % 2.5 7.4

引張り強度 MPa 80 41

引っ張り伸度(%) 5.6 35

引っ張り弾性率 MPa 2,800 1,700

曲げ強度 MPa 110 60

曲げ弾性率 MPa 2,700 1.600

衝撃強度(J/m) 16 31

HD㼀(℃)/1.82MPa 124 51

HD㼀(℃)/0.455MPa 140 70

表面硬度(㻿horeD) 84 81

水分吸収率(%/24h) 1.54 0.62

20

硬化収縮率 = (硬化物⽐重‐液⽐重)/(硬化物⽐重)X100
UA樹脂: 6〜8%, エポキシ/アクリレートのハイブリッド系: 5〜6%

EP/VIM UDMA

Tough 65C Black

Rigid 140C Black
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Henkel社 Loctite 3Dの注目樹脂
IND 402 IND 408 IND380

粘度(mPa・s /25℃) 200 5000-10000

液比重 1.1-1.2

硬化物比重 1.2-1.3

引張り強度 MPa 42±3 50-70

引っ張り伸度(%) 230 1.3±0.1 2-3

引っ張り弾性率 MPa 42 3240±80 3100-3300

曲げ強度 MPa 144±40 100-120

曲げ弾性率 MPa 3830±40 3500-3800

衝撃強度(J/m) 16±1 13-15

HD㼀(℃)/1.82MPa 95±3 140-170

HD㼀(℃)/0.46MPa 118±1 200-230

表面硬度(㻿horeD) A76 80 90-95

水分吸収率(%) 3.15 0.4 <0.5

引裂強度(kN/m) 28

IND 402: Rebound 33%

IND 408 for SLA

IND 380: ESD Safe

21 Tsuneo HAGIWARA



Henkel-Loctite樹脂性能マトリックス

22

Henkel社の材料カタログより

耐熱と靱性のトレードオ
フ

Izod: 35J/m
HDT (B):108℃
⽔分吸収率: 1.42%

ABS樹脂
HDT(A): 80℃
Izod(ノッチ): 〜200J/m
⽔分吸収率: 0.3%
光造形⽤樹脂の⽬標
HDT(A=⾼荷重): 80℃
Izod (ノッチ): >50J/m
HDT(B=低荷重)

ABS物性
80

IND 408: Izod 16J/m, HDT 95℃
吸⽔率0.4% (2021年11⽉)発表

IND 380: Izod 13-16, HDT200
吸⽔率 <0.5%
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BA㻿F社の注目樹脂/㼁ltracur3D 㻾G 1100

70

3,080

5
119

2,880

16

110
84

85

30℃ 201

0.32
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E㼀EC(Envision㼀EC)社の注目樹脂/Adaptive3D由来

24 Tsuneo HAGIWARA



Fortify社の⾼機能性材料

Dielectric Materials/RogersDigital Tooling Alumina  >99.8%

Low Shrink Alumina Silicate ESD High Temp/Henkel Hermally Conductive 
Dielectric Resin Fortify/Flux Core
(ESD Resin)

25 Tsuneo HAGIWARA



Cubicure材料例

26

Cubicure Evolution
低荷重HDT: 82℃/Charpy:25kJ/m2

Cubicure Evolution FR; UL94 V0
低荷重HDT:  76℃/Charpy:28kJ/m2

Cubicure Precision
低荷重HDT: 90℃/Charpy:20kJ/m2

Cubicure ThermoBlast; 低荷重HDT: >300℃
⾼荷重HDT: 270℃, E:2.4% Caligma

Cerion

Hot-lithography: ⾼粘度UA樹脂を加熱下で光硬化

https://www.cubicure.com/en
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⾼反撥ゴム系樹脂開発も活発

Carbon/EPU 41
Formlabs/Rebound Resin

3DSystems/RUBBER-65A BLK Henkel/Loctite IND402

BASF/EL 150

Huntsman/IROPRINT R 1801 

 Tsuneo HAGIWARA

Carbon Formlabs 3DSystems Huntsman Henkel BASF Adaptive3D

項目／樹脂,
Elastomer

EPU 41
Rebound 

Resin
RUBBER-
65A BLK

IROPRINT R 
1801 

Loctite
IND402

EL 150 A90 
RUBBER

外観・色 若草色・黒 黒 黒 透明/黒 黒 Amber(透明) 黒

ベース樹脂 UMA/EA UA UA UA UA UA ?

引裂強度kN/m 20 110 8.5? - 28 15 38

汎⽤合成ゴムの引裂強度: 30kN/m

引裂強度の測定

27
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樹脂材料関連相関図
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BASF

Stratasys(Origin機)

Prismlab

Photocentric

Sculpteo

Materilise

HP

Partner買収

協業

BigRep

出資
Keystone

Rapid ShapeHENKEL

NewPro3D

Nexa3D

Molecule 
Corp.

Shapeways

Stratasys(Origin機)

Carbon

買収

協業

Partner

DSM
3DP

Stratasys

Fortify

Shapeways
AMT

COVESTRO

Clariant AM

Addaptive3D
Chromatic
Materials

出資

買収

買収

EVONIK

UnionTech

Farsoon
HP

Apium他

EOS

出資

Luen Thai Tech.

cubicure

売却中

協業

VPP材料 PBF材料

Partner

Partner

MEX材料



MJT機⽤光硬化性樹脂の現状

29
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光硬化性樹脂使⽤のMJT機の動向
• UV-ランプ硬化のためアクリレート系材料しか使えない。

機械物性(特にHDTが不⼗分)、静かに改善中
• 吐出時の粘度に制限: 多量の反応性希釈剤使⽤

8〜10mPa・sで吐出; ヘッドを加熱(60〜70℃) 室温では〜200mPa・s
 ヘッドの改良も進⾏か(?)

• 反応希釈剤の探索が進⾏中。現状Stratasys機の造形物の24h⽔分吸収率は1.5%前後、
0.5%程度が好ましい。

 Stratasys Polyjet機: 
- 表現性の向上 (多⾊、硬軟、グラデーション)
- サポート材の改良が進む(⽔溶性に近いものへ)

 ミマキエンジニアリング機: 3DUJ-553 (フルカラー)
- ⾊再現性の向上,⽔溶性サポート,造形物の後処理性向上

 3DSystems機:
- RPに特化(ワックスサポート材,物性のバランス, ⽔分吸収率〜0.5%)

 KEYENCE機: 
- RPに特化(低吸⽔率0.35%, ⽔溶性サポート材),
- 新しい材料が出てこない。樹脂開発のパートナーが不在か。
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Stratasys/Polyjet機材料/ (丸紅情報システムズHPより)

31

表現は極めて多彩。物性改善より表現向上に集中。外部樹脂で補完も開始。
今後はSOMOSグループにより材料開発の積極展開を開始と推定。
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Stratasys/Polyjet機材料

32 Tsuneo HAGIWARA

https://tech‐labs.com/polyjet‐technology



Stratasys Polyjetの最近

33

• 3DFashion: TECHSTYLE

• Digital Anatomy:

https://www.stratasys.com/en
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今後の光硬化性樹脂を中⼼とした樹脂系AMの流れ

34

• ⾼機能性材料(最終製品、⾼機能試作)
 耐熱・靱性材料、⻑期使⽤可能な材料
 セラミック強化、繊維強化; 複合材料AMの拡⼤
 ESD造形物(105〜109Ω-cm)
 低誘電性材料のAM (誘電率2.5以下、誘電正接0.0020以下の材料)

• セラミックAMの拡充: ⾼性能セラミックの3D造形
• ヘルスケア応⽤

 医療応⽤
 ⻭科応⽤
 バイオ3Dプリンティング (2026年, 3000億円市場が予測)

• 微細造形(⼯業⽤途, ヘルスケア⽤途)
• その他5G, 6G対応⽤途

 Tsuneo HAGIWARA

* BMF; https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000059279.htmlNano Dimension

Nanoscribe; 
http://www.nanoresearchfacility.org/new
s/2016/10/18/
new‐nanoscribe‐3d‐printer‐arrives‐in‐the‐
nrf



⾦属3Dプリンティングが数年堅調

そして、これからは:
1. ⾦属代替
 樹脂造形物の⾼性能化、エンプラ化、スーパーエンプラ化
 複合材料化、コンポジット材料

2. セラミック造形
3. バイオ3Dプリンティング

AM(3Dプリンティング)技術全体の流れ

SmarTech report (2018) on Metal 3D Printing

2027年には$13,300M
台

平均5,500万円の装置が2,400台販売
／2021年; 前年⽐10.7%増
(Wohlers Report 2022)

 Tsuneo HAGIWARA 35



今後のAM(3Dプリンティング)市場予測は
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https://www.youtube.com/watch?v=0G_TLIva3tw

・ 2021年には $15.2B市場
・ 2025年には $29.8B市場に
・ 2031年には $85.3B市場へ

市場予測/Wohlers Report 2022

世界市場と予測
• 2025年には2兆円市場 (formnext2019)
• 2027年には6兆円の市場に(Smithers Pira)
• 2026年には6.9兆円(Mordor Inteligence, 2020)

20212026 約30%成⻑予測
• IDTechEx: 2030年には材料だけで4.7兆円を予測
• 2020年代半ばに材料市場は5,000億円を予測 (2021年: 3,000億円)

デロイト・トーマツ社の予測(2022.06.07)
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KENNETH RESEARCH社の予測
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https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003164.000059861.html

2022年12⽉26⽇
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Thank you!
2023年1⽉20⽇

萩原恒夫（Tsuneo HAGIWARA, PhD）
E-mail:  ts.hagiwara@gmail.com

http://www.thagiwara.jp
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